项 目 简 介（样例）
	项目名称
	《……压力传感器设计及工艺开发》

	项目责任人及团队情况
	XXX研究员为负责人，团队成员包括1位教授、3位副教授和1位教师，即XXX教授、XXX副教授、XXX副教授、XXX副研究员、XXX讲师。

	项目背景（产生背景、与前期能力建设计划专项是否有关联性、技术来源）
	1、项目背景与技术来源：传感器技术是现代科学技术水平发展的重要标志。在众多微传感器中，压力传感器是应用的最多的一种。目前商业化使用的压力传感器主要是……。随着人类研究和应用范围的扩展，……具有耐高温……特点，SiC机械性能优越，尤其是具有相对较高的压阻系数，非常适合制作压阻式压力传感器，是高温压力传感器领域最有发展前景的材料。……

SiC高温压力传感器在石油、化工、冶金、汽车、高铁、地铁、食品工业及航空航天、兵器工业中有着广泛的应用前景，预计其需求将以每年10%~32%的速率递增。目前我国SiC高温压力传感器的研究几乎是空白，产品全部依赖进口。……开展本项目研发具有重要的现实意义和广阔的应用需求。

2、与前期能力建设计划专项的关联性：本项目是作为……的后续项目，在……方面继续深化研发或中试发展，并已有较好的研发基础，在……方面，已开展……等国家和上海市的相关课题研究，取得……等前期成果，发表……论文，申请获得……专利。

	项目研究内容、目标、应用示范情况、该项目在规划布局中所起的作用
	1、项目研究目标、内容
（1）传感器芯片及封装设计：针对400(C高温条件下压力测量的要求，开展……芯片设计研究，确定芯片……敏感压阻条尺寸；利用ANSYS仿真，……敏感压阻条具体位置的确定。
（2）传感器芯片研制：根据微机械技术（MEMS）工艺线特性，结合6H-SiC材料特性，设计制作压力传感器芯片的工艺流程，完成SiC同质外延生长、体刻蚀、金属欧姆接触等工艺实验并进行优化，研制出压力传感器芯片。

（3）传感器芯片封装及性能测试：采用直接粘合技术（DCA）对芯片进行封装，……粘接材料选择玻璃浆料。测试封装后的传感器在常温和高温下的性能。

（4）在实验结果的基础上，对芯片结构和封装设计进一步优化，改进芯片制作工艺，提升SiC高温压力传感器的性能。

2、预期的成果、考核目标或应用示范目标：

A、建立完整的SiC高温压力传感器芯片及封装设计平台；

B、研制SiC传感器原型器件，工作温度达到400(C，性能提高……；

C、开发出……，或建立……示范基地；

……

E、申请专利2~3个，发表SCI论文2-3篇，培养研究生3-4名。

3、在规划布局中的作用
本项目的实施将提升器件开发能力……，并为学校“先进制造与智能器件”规划布局提供有力支撑，在……方面发挥重要作用。……

	项目合作对象及合作情况
	本项目的合作单位为上海……有限公司。上海……有限公司是国内传感器行业的龙头企业、国家级高新技术企业，2012年产值过亿元。产品主要有压力、位移、称重/拉压力、温度传感器，广泛应用于航空、航天、高铁、地铁、汽车等领域。

上海师范大学与上海……有限公司联合成立了“……联合研发中心”，上师大负责新型传感器的研发，XX公司负责中试和生产，形成了产学研紧密结合的模式。……本项目合作重点解决压力传感器使用温度偏低的缺点，开发出最高使用温度为400(C的新型压力传感器。


注：1、重点介绍项目研究内容、目标、应用示范情况及该项目在规划布局中所起的作用
2、学校发展重点方向：新型功能材料、节能环保技术、品种选育与生物工程技术、食品生物安全与生态环境修复、资源再利用与污染控制、先进制造与智能器件、新型信息技术与工程技术、新兴产业产品
附：已有相关代表性成果清单（专利、论文、获奖等）
（1）代表专利（5项以内）

（2）代表论文（10篇以内）

